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Beschreibung 



* J5? ' SrtnAnig bctriffi ein intelligentes Ixistungsmodul. . 

1PM Ontelhgent.Powcr-Modul)-Bauformen, also Module 
mil eincm T ^ungsteil mil eleklroniscben Baiielcmemen 5 
und eincm im Modal inicgnerten Logik- bzw. Ansteue- 
rungsteil, werden gcgenwarlig beispiclsweise bei Anwcn- 
dangen im Zusamruenhang mil Schweiflgeraceit Stromvter- 
sorgungen und in der Antriebstecbnik cingesemt, Iosbeson- 
dcie im Bereich der Asyncnxoomotorai werden zunchiuend lo 
Frequenzurnrichterlosunge* zur Drchzablsteuerung einge- 
setat, wobei iru Ixsistungsteil des ModulS insbesondere 

IGBT (Isolated-GaterBipolar-TransistoO-I^i^ungshaJblci- 
ler Verwcndung finden, 

Bei dtr Auswahl das I^istungssubstrats ab TYager fttr die W 
Baueiemente des LeistungsteHs ist zu beachten, dafl zur ub- 
Ucherwcisc erforderiichen Kiihlplatte hin cinerseits eine 
hohe clektrische Eolation, andererseits aber auch ein guter 
Warnieubergang gewahrlcistet h>L I^tzteres ist mit den bc- 
kannten T ^iterplattcn aus Kunststoff nicht gcgcbea, so dafi 2D 
die Lcistungsteile derzeit je roach Applikationsanfoxderuni; 
auf rdaUv aufwendigen Substrain, beispielswtise DCB 
(Direct Copper Bonding^ Alurriniumoxid odar Alumiitium- 
muit, LVfc> (AluminiunirPolyimid-Kupfer) oder Dick- 
Mhicbc-Keninik aufgebaut werden. Die Logiklcile anderer- 2> 
sens konaen ohne weiteres auf der Basis der bekannten 
Epoxi-Ldterplatten bergesteUt wcrden, 

Problemaliscb bei der hcrkommiichen Modulteohnik sind 
die Verbmdungen zwischen dem Logik- und dem Leistungs- 
teil einerssi* und zu einer SysteralciteipUttc anoererseits. 30 
Diese Verbmdungen, bei dencn typischerweise Lotkontaktc 
Klcmmen, Slcckverbindungcn oder Dnickkontakte eingc- 
setzt werden, sind oftmals cine qualitative Sehwachsielle 
und venijcsachen hohe Kosteo, Noch groBer werden die Pro- 
blcme mil der Vcrbindungstechoik, weno aus PlatzgrUndcn » 
vom Anwender cin Sandwicfj-Aufbau des Moduls gefordert 
wird, bei'deiii bcispielsweise das Uistungssubstrat uber 
Pins mil deru dariibet angeordneten Logiktcil verhunde* ist, 
wie e s z Um Bcispiel auS der EPO 463 589 A2 bekannt'isL 

Aus der Patcnlschrift US 4,495,546 isc bercits eui Sand- 40 
wich-Aurbau bekannr, aUerdings nkht Leiscungsmodule, 
sondeni x W ei Dickschichtschaltungcn mil AlummiuniSUb- 
straten betreffend, bei dem die Hybridschaliungen senkrecht 
in den Schli^ ciner Sys lenUcilcrplailc cingelolec werden 

Der Krfindung hegt die Autgybc zugnindc, eiu inLelligen. 45 
Les LeisLungsrnodul zu scbaffen. das ohne auf wendigT in- 
tcrnc un d extemc VerbindungsLecIinik auskommt und des^ 
halb nut genngem Aufwand hcrstellbar ist 

ErfindungsgeiniiB wird dies crreicht durch cin mtclligen- 
rcs Leistungsmodu) mit c inem Udstungstcil, desscn elefciro^ So 
mschfi Bauelememc auf einem LcistungssubsHut aufecbaut 
sind, und einem UgikleA. dessen Baueiemente auf eincr 
f-eitciplatte aufgebaut sinci die cine Ai.sspamng aufweist 
HI der das LeistungsteU angeordnet und mit dem Logikleil 
niilfcls Drahfbondb=chnik efcklriach verbunden ist, bei dem 55 
das Uislungssubstrat selbst und die das Uistungssubsirat * 
umgebcaden Berciche der Uilerplatte auf ciner Kuhlplatlc 
montiert sind, wobei jedoch iiundesrcns ein Streifcnbereieta 
enUang emer Seitc der Uiterpiatie frcibleibt, und bei dem 
die Ullerplattc an dzeser Scite Koniaktpads aufWeisf, jliiL^ 60 
teis dercr das Modui direkt in die schljtzartige Otfhung einer 
Systcrnleiterplafie einlfttbar ist. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eincs Ausfuh^ 
rungsbcispiels unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeich- 
nung nalier crlauum. Es zcigen: " 65 

Vig 1 1 in perspektivischer Draufsichi ein crfindungsgema- 
Be« Modul im noch nicht in cine SysLemjeitcrplattc ein fi elo- 
teten /n stand; * 



2 in totUcho--5chdndareieilung das gleiche Modul 
wic in Fig- 1, jedoch im fertigeo, dngeidteicn Zustand 
_ n ^ 7 FI S- 1 ^ ei o bcisfaejjsweise fur VfeHustldsrungen ab 
20 W geeigneies Modul daigesteUt, das prinzipicU aus d- 
nem Logikicil und cinem Leistungsteil bestehL Die vor al- 
lem Letstuugshalblciter umfassehdcai Baoelemenle 1 des 
Leistungsteils sind auf eincm geeigoeten (s.oben) l^i- 
stungssubstmt 2 angcorflnet, insbesondere gebondcL Die 
Baueiemente 3 und 4 (ICs und andere SM3>Teile) des Lo- 
^kieils sind auf einer LeifcqplaOe 5 aus konvenrianellem 
Material angeordnet. ,lie eine Ausspaning 6 io der GroCc 
des Leistungsteils aufweist Das in der Aussparung 6 angc- 
ordnete Lcistungssubstrat 2 ist uber Bonddrahte 7 mit den 
umgebenden Bereicbcn der Leiterplatte S verbunden. Eine 
aufwendige Veibindungstechnik, beispieJsweise mit Kon- 
taktkanunen, wind also an dieser SteUe vermieden, Die * u - 
nachst nur durch die cinzelncn Aussparungen untcrbrochene 
Leiterplatte kann im Nutzen gebondei werden. 

Der tiberwiegende Teii der Leiterplatte 5 ist zusammen 
Mi : dem dann angeordneten Leistungssubstrat 2 auf eincr 
Kuhlplatte S befestigt, beispielsweise mittels wamddtfahi- 
gem Kleber odcr mitiels Loaechnik. Die Oberseite dieses 
Uberwiegcnden Tcils der Leiterplatte 5 kann zum SchutZ der 
Halblaterbauelemente zum Beispiel mit einer Silikonv er - 
guUmasse 10 abgedeckt sein. Der von Vergufimasse 10 bzw 
der KUhlplarte 8 freibteibende Streifenb^reich 9 mufi jeden- 
falls breit genug sein, um ein Ausbilden von Kontaktpads 11 
an der Leiterplatte 5 selbst und ein Durchstecken durch den 
Offnungsscbiitz 12 eincr zweitcn Leiterplatte, hier Svstem- 
leitcrplatte 13 genannt, zu erlauben, Rg. 2 zeigt tin schwall- 
gelotetes Modul mil den LStstellen 14. Deranigc direkl ein- 
lotbare Leiterplatten sind zwar seit kurzem bckannt, sie wer- 
den jedoch nicht in der Tunkdonseinhcu von Power Modu- 
len cingeselzt, die typischcrwei&e robustere konstruktive 
Elementc verwenden, 

Der eifindungsgcmaBe konstruktive Aufbau minimicrt ci- 
nerseiu die erforderlichc Verbindungstechnik auf Bonden 
und direktcs Knlotcn in die Systemleiierplarte; andererseits 
resultiert durch den horizontalen Aufbau ein VorteilbaJt fla- 
ches Modul. Das Modul kann insbesonderc mittels seiner 
Kuhlplatte S in einem Gehause mechanisch arretiert werden. ' 



Patcntanspriiche 

Intelligentes Leistungsmodul, 

- illit einem LeistungsLeil, dessen elektronische 
Baueiemente (1) auf einem lcistungssubstrat (2) 
aufecbaut sind, und eincm logikicit, desscn Bau- 
eiemente (3, 4) auf einer Leiterplatte (5) aufge 
baut sind, die ednc Aussparung (6) aufweist, in der 
das Leistungsteil angeordnet und mic dem Logik- 
tcil mittels Drahtbondtechnik (7) elektrisch ver- 
bunden ist, 

- bei dem das Leistungssubstral (2) selbst und die 
das Leistungssubstral (2) umgebenden Bertiche 
der Uiterplalle (S) auf ciner Ktiblplattc (tf) mon- 
ticn sind, wobei jedoch mindestens ej n Streifen- 
bcreich (9) cntlang ciner Seite der Leiterplatte (S) 
freibleibt, 

- und bei dem die LeilerpiaUe (5) an dieser Seite 
Komaktpads (U) aufweist, mitiels dcrer das Mo- 
dui direkt in die schJitzartigc Offnung ((2) eincr 
Systemleiterplatte (13) einlotbar 1st. 

Htcrzu 1 Scitc(n) Zcichnungcn 
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